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요약

본 발명은 적층형 패키지의 제조에서, 개별 패키지 소자를 적층하고 솔더링하는 공정을 자동화하기 위하
여 복수의 패키지 소자를 3차원으로 적층하는 적층형 패키지의 적층 및 솔더링 장치로서 A)적층하고자 하
는 제1패키지 소자 복수개가 위치해 있고 제1패키지 소자의 복수의 리드 부분을 가열하는 제1가열부를 갖
는 제1베이스 판과, B) 적층하고자 하는 제 2패캐지 소자 복수개가 위치해 있고 제2패키지 소자의 복수의 
리드 부분을 가열하는 제2가열부를 갖는 제2베이스 판과, C) 제1베이스 판에 있는 제1패키지 소자를 제2
베이스 판 쪽으로 이송하는 이송 수단과, D) 제1패키지 소자가 상기 이송 수단에 의해 이송되는 동안에 
제1패키지 소자의 리드 부분에 플럭스를 도포하는 플럭스 도포 수단과, E)상기 이송 수단에 의해 제2베이
스 판쪽으로 이송된 제1패키지 소자를 집어서 상기 제2패키지 소자위에 올려놓는데 제1패키지 소자의 리
드 각각이 제2패키지 소자의 리드 각각과 접촉하도록 올려놓는 픽업(pick up)수단으로서 솔더의 녹는점보
다 높은 온도의 열을 가하면서 제1패키지 소자를 눌러 주는 픽업수단을 구비하는 적층형 패키지 적층 및 
솔더링 장치를 개시한다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

개별 패키지 소자 적층 및 솔더링 장치

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 따른 적층 및 솔더링 장치의 요부를 나타내는 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

복수의 패키지 소자를 3차원으로 적층하는 적층형패키지의 적층 및 솔더링 장치로서 A)적층하고자 하는 
제1패키지 소자 복수개가 위치해 있고 제1패키지 소자의 복수의 리드 부분을 가열하는 제1가열부를 갖는 
제1베이스 판과, B)적층하고자 하는 제2패키지 소자 복수개가 위치해 있고 제2패키지 소자의 복수의 리드 
부분을 가열하는 제2가열부를 갖는 제2베이스 판과, C)제 1베이스 판에 있는 제1패키지 소자를 제2베이스 
판 쪽으로 이송하는 이송 수단과, D) 제1패키지 소자가 상기 이송수단에 의해 이송되는 동안에 제1패키지 
소자의 리드 부분에 플럭스를 도포하는 플럭스 도포 수단과, E)상기 이송 수단에 의해 제2베이스 판 쪽으
로 이송된 제1패키지 소자를 집어서 상기 제2패키지 소자위에 올려놓는데 제1패키지 소자의 리드 각각이 
제2패키지 소자의 리드 각각과 접촉하도록 올려놓는 픽업(pick up)수단으로서 솔더의 녹는점보다 높은 온
도의 열을 가하면서 제1패키지 소자를 눌러 주는 픽업 수단을 구비하는 적층형 패키지 적층 및 솔더링 장
치.

청구항 2 

제1항에 있어서,  상기 제1,제2베이스 판은 패키지 소자 각각이 들어 갈  수  있는 복수의 홈을 가지고 
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있고, 제1베이스 판의 홈은 상기 패키지 소자의 높이와 동일한 깊이를 가지면 제2베이스 판의 홈은 상기 
적층하고자 하는 패키지 전체의 높이와 동일한 깊이를 가지고 있는 것을 특징으로 하는 적층형 패키지 적
층 및 솔더링 장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 제2베이스 판의 홈은 제2패키지 소자의 몸체와 접하는 부분에 진공구멍을 가지고 
있어서 제2패키지 소자는 진공의 흡인력에 의해 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 적층형 패키지 적층 
및 솔더링 장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 베이스 기판들은 원형이며 모터에 의해 회전운동을 하는 것을 특징으로 하는 적층
형 패키지 적층 및 솔더링 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 베이스 판은 솔더링이 되지 않는 재료인 것을 특징으로 하는 적층형 패키지 적층 
및 솔더링 장치.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 베이스 판은 흑연인 것을 특징으로 하는 적층형 패키지 적층 및 솔더링 장치.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 베이스 판은 니켈-크롬(Ni-Cr)합금인 것을 특징으로 하는 적층형 패키지 적층 및 
솔더링 장치.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 이송수단은 패키지 몸체와 직접 접하는 이송 레일과 상기 패키지의 리드 부분을 가
열하기 위한 가열 수단을 구비하며, 상기 가열 수단 위치에는 플럭스가 들어있는 용기가 있고 이 용기에
는 롤러 휠이 담겨져서 회전함으로써 상기 이송 수단에 의해 패키지가 이동할 때 상기 패키지의 리드 부
분에 플럭스가 발라지는 것을 특징으로 하는 적층형 패키지 적층 및 솔더링 장치. 

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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